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(57) Abstract: The invention relates to a soldering
paste for bonding electronic parts to substrates, said
soldering paste containing a mixture of oxalic acid,
adipic acid and an amine component, as well as to a
method for producing said soldering paste. The
invention further relates to a method for bonding an
electronic part to a substrate using the soldering paste of
the invention as well as to a module comprising the
soldering paste of the invention.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung
betrifft eine Lotpaste fiir das Befestigen von
elektronischen Bauteilen auf Substraten, die eine
Mischung aus Oxalsdure, Adipinsdure und einer
Aminkomponente enthdlt, sowie ein Verfahren zur
Herstellung  derselben.  Weiterhin = betrifft  die
vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Befestigung
eines elektronischen Bauteils auf einem Substrat unter
Verwendung der erfindungsgeméfBen Lotpaste sowie ein
Modul, das die ertindungsgeméfe Lotpaste umfasst.



